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１．概要（Summary） 

回折光学素子（DOE）は、バイオ、医療、印刷等の

様々な分野にて、センサー光源やレーザー光学計測など

の利用に期待が高まっている。 

DOE はその光学機能を実現するために、波長オーダ

ーの複雑な微細構造となっており、高い回折効率を有す

ることは必須の課題である。そこでより高い微細加工精度

を実現するために、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の

設備を利用して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置、電子線蒸着装置、厚膜フォトレ

ジスト用スピンコーティング装置、露光装置（ステッパー）、

レジスト現像装置、磁気中性線放電ドライエッチング装

置 、ウエハスピン洗浄装置、ダイシングソー 

 

【実験方法】 

石英基板にて、深さ方向に段差微細構造を有した

DOEの作製を目的として実験を行った。 

まず、レーザー直接描画装置を用いて露光用マスクを

作製し、ステッパーにてパターン露光を行った。その後、

磁気中性線放電ドライエッチング装置にて、約0.58mの

深さまで基板のエッチングを施した。エッチング時間とし

ては、約 50 秒を要した。最後にダイシングソーにて個片

にカットした。 

DOE作製に関わる一連のプロセスは、京都大学ナノテ

クノロジーハブ拠点にて実施し、作製後の仕上がり形状

の測定は、自社にて実施した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した DOE の形状確認をするために、SEM による表

面観察（Fig.1）、およびレーザー顕微鏡（Fig.2）による 

深さ測定を実施した。以下に示すように、段差深さの設計

値 0.58mに対し、ほぼ狙い通りの仕上がりとなった。 

        

 

 

 

また、DOEとしての光学性能は、自社にて光学系評価

を実施し、DOE の形状仕上がり精度がどのように光学性

能に影響するか確認し、今後、DOE としてのプロセス改

善を進めていく。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

実験に際し、多大なるご協力を頂きました、京都大学

ナノテクノロジーハブ拠点の皆様に感謝申し上げます。 
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Fig.1  SEM image of DOE. 

Fig.2  Depth Profile of DOE. 

狙い値 : 0.58um 


